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摘要(译)

本实用新型提供了一种PCB装配结构，包括胶架和设于胶架背面的卡
扣，所述卡扣用于装配PCB，所述胶架在每个卡扣两侧开设有条状槽。
本实用新型提供的PCB装配结构可以方便的利用卡扣将PCB安装在胶架
上，解决由于PCB安装要求使得卡扣因高度较小出现的弹性不足的问
题，避免了卡扣在安装PCB过程中出现易被掰断的现象，提高了装配效
率及成功率，减少工时和成本。
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